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Petrochemical
Complex

LL-230F6

Lineer Alcak Yogunluklu Polietilen (LLDPE)

Dengeli molekuler yapi ile mukemmel islenebilirlik, yuksek
kopma mukavemeti ve gidaya uygunluk garantisi.

Uretici: JAM Petrochemical Company (JPC)
Teknoloji: Gaz %ﬂ.ﬂgﬁgﬁﬂm



Teknik Profil: Kritik Performans
Gostergeleri

Akis Indeksi (MFI)

0.6....

190°C / 2.16 kg (ASTM D1238)

Kopma Uzamasi Cevresel Gerilim
Catlama Direnci (ESCR)

>600% >1000 saat

Ustiin esnekllk (ASTM D882) ASTM 1693

Yogunluk

0 il g 2 2 g/cm?3
ASTM D1505
Erime / Vicat Yirtilma Direnci

127°C /107°C 120/ 450 gr

Yumusama noktasi (D3418 / D1525) Elmendorf MD/TD (ASTM D1922)
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Tarim Filmleri ve
Bantlari

Yiksek dayanikhlik gerektiren
dis mekan uygulamalari.

Ideal Kullanim Alanlari

O

Endustriyel Filmler

Agir hizmet tipi, yirtilmaya
direncli koruma.

Ea®

Dondurulmus Gida
Ambalajlari

Diisik sicaklk toleransi ve
gidaya uygunluk.

Yme (Shrink) FiI|17

Ustlin sizdirmazlik, eriyik

mukavemeti ve form

-’"- tutma. ’
<IE“@> mE <\/v>

O

Laminasyon

Maono ve ko-ekstrizyon (cok
katmanl film) yapilari icin
mukemmel uyum.
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Karar Matrisi: Ne Zaman Secilir?

Gida Temasi Gerekiyorsa

Formulasyonu gida ile dogrudan temas eden ambalaj uygulamalari icin resmi olarak
onaylidir.

@ Yuksek Cekme ve Yirtilma Direnci Arandiginda

Dengeli molekdl agirligi (MWD) sayesinde dstin film dayanimi ve >600% kopma uzamasi
saglar.

Giiclii Sizdirmazhk (Sealability) istenildiginde

Mono ve ko-ekstruzyon proseslerinde kaynak ve yapisma performansinin kritik oldugu esnek
ambalaj Gretimleri icin optimize edilmistir.
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Karar Matrisi: Ne Zaman Sec¢ilmez?

Yuksek Akiskanlik (MFI) Gereken Proseslerde

0.6 g/10 min MFI degeri ile enjeksiyon kaliplama gibi hizli ve yuksek akis gerektiren
Islemler icin uygun degildir.

Rijit (Sert) Parca Uretimlerinde

Esnek bir film malzemesidir (Sertlik: 55 Shore D); yapisal sertlik gerektiren plastik
parca uretimlerini karsilamaz.

Yuksek Sicaklik Ortamlarinda

Vicat yumusama noktasi 107°C'dir. Isletim veya kullanim sirasinda bu sicakligin
uzerindeki uygulamalarda malzeme formunu kaybeder.
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Operasyonel Protokol:
Proses ve Depolama

; = ©

180°C - 240°C | Maksimum 50°C ' | Maksimum 6 Ay
Kovan c¢alisma sicakhigi Kuru ortam. Dogrudan Teslimattan itibaren
araligi gunes isigindan ve Isi ideal isleme suresi.
radyasyonundan
korunmalidir.

DIKKAT: Uygun olmayan depolama kosullari; polimerde renk degisimine,

kotu koku olusumuna ve kalici kalite kaybina yol acar.
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Nihai  Kardr 0zeti

JPG LL-23oRaamd) PE; O

da ambalajindan agir

hizmet endustriyel filmlerine kadar genis bir
velpazede, yuksek kopma mukavemeti,
ustun esneklik ve guvenilir islenebilirlik
arayan ureticiler icin ideal, yuksek
performansli bir cozUm ortagidir.

Kalite ve sizdirmazlik performansini filmlerinize tasiyin. [www.jpcomplex.com]
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